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MLCC 电容失效原因及预防措施 

引言 

MLCC 是片式多层陶瓷电容器英文缩写（Multi-layer ceramic capacitors），由印好电极（内电极）的陶瓷介质膜

片以错位的方式叠合起来，经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片，再在芯片的两端封上金属层（外电极），从而形成一个类似

独石的结构体，故也叫独石电容器。MLCC 电容特点：1.机械强度：硬而脆，这是陶瓷材料的机械强度特点；2.热脆性：

MLCC 内部应力复杂，耐温度冲击能力有限。本文中介绍 MLCC 电容的失效原因及预防措施。 

MLCC 电容失效原因 

MLCC 电容常见的失效原因如图 1 所示。 
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图 1.MLCC 电容失效原因 

组装缺陷导致的 MLCC 电容失效 

当温度发生变化时，过量的焊锡在贴片电容上产生很高的张力，会使电容内部断裂或者电容器脱帽，裂纹一般发生在焊

锡少的一侧；焊锡量过少会造成焊接强度不足，电容从 PCB 板上脱离，造成开路故障。部分情况下贴片元件两端电极受到

焊锡融化后的表面张力不平衡会产生转动力矩，将元件一端拉偏形成虚焊，转动力矩较大时元件一端会被拉起，形成墓碑效

应，墓碑效应的产生原因一般有：本身两端电极尺寸差异较大；锡镀层不均匀；PCB 板焊盘大小不等、有污物或水分、氧

化以及焊盘有埋孔；锡膏粘度过高，锡粉氧化等。   

本体缺陷导致的 MLCC 电容失效 

1.内部原因 

造成 MLCC 电容失效的内部原因有陶瓷介质内空洞、电极内部分层、浆料堆积等，需要电容生产厂家排查分析。 

2.外界原因 

    造成 MLCC 电容失效的外界原因有机械应力、热应力、电应力等。 

MLCC 电容因外界机械应力失效的原因：多层陶瓷电容器的特点是能够承受较大的压应力，但抗弯曲能力比较差。当

PCB 板发生弯曲变形时，MLCC 的陶瓷基体不会随板弯曲，其长边承受的应力大于短边，当应力超过 MLCC 的瓷体强度

时，弯曲裂纹就会出现。电容在受到过强机械应力冲击时，一般会形成 45 度裂纹和 Y 型裂纹。常见的机械应力源有：工艺

过程中电路板操作；流转过程中的人、设备、重力等因素；通孔元器件插入；电路测试，单板分割；电路板安装；电路板点

位铆接；螺丝安装等。 

MLCC 电容因热应力失效的原因：电容在受到过强热应力冲击时，产生的裂纹无固定形态，可分布在不同的切面，严
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重时会导致在电容侧面形成水平裂纹。热应力裂纹产生和电容本身耐焊接热能力不合格或生产使用过程中引入热冲击有关。 

MLCC 电容因电应力失效的原因：过电应力导致产品发生不可逆变化，表现为耐压击穿，严重时导致多层陶瓷电容器

开裂、爆炸，甚至燃烧等严重后果。遭受过度电性应力伤害的 MLCC，裂纹从内部开始呈爆炸状分散。通常是器件选型时

MLCC 耐压低于电路实际电压，或者电路中产生了高压尖峰而 MLCC 电容耐压余量不足。 

预防 MLCC 电容失效的措施 

针对不同的导致 MLCC 电容失效的原因，对应预防措施整理如表 1 所示。 

MLCC 电容失效原因 预防措施 

组装缺陷 

1.焊接之前对 PCB 板进行清洗烘干，去除表面污物及水分； 

2.进行焊前检查，确认左右焊盘尺寸相同； 

3.锡膏放置时间不能过长，焊接前需进行充分的搅拌； 

4.保证焊锡工艺符合标准，避免出现电容两端焊锡量过多或过少的情况。 

内部原因 电容本身生产过程中出现的问题导致电容品质不佳，无预防措施。 

机械应力 

1.选择合适的 PCB 厚度； 

2.设计 PCBA 弯曲量时考虑 MLCC 电容能承受的弯曲量。比较重的元器件尽量均匀摆放，

减少生产过程中由于重力造成的板弯曲； 

3.优化 MLCC 电容在 PCB 板的位置和方向，减小其在电路板上的承受的机械应力，如

MLCC 电容应尽量与 PCB 上的分孔和切割线或切槽保持一定的距离，贴装方向应与开孔、

切割线或切槽平行，尽量不要放置在螺丝孔附近。 

热应力 
手工焊接前，应增加焊接前的预热工序，手工焊接全过程中禁止烙铁头直接接触电容电极或

本体；复焊应在焊点冷却后进行，次数不得超过 2 次。 

电应力 
1.在选型时应注意实际工作电压不能高于 MLCC 电容的额定工作电压并留足耐压余量； 

2.避免浪涌、静电现象对器件的冲击。 

表 1.预防 MLCC 电容失效的措施 

 

 


